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(57)【要約】
【課題】電子部品の電気特性検査の際に、検査プローブ
の滑りを抑制できる検査用配線基板及び検査用配線基板
の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明に係る検査用配線基板は、絶縁層及
び導体層がそれぞれ１層以上積層された積層構造体を有
し、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査用配
線基板であって、積層構造体の主面上に、電気特性検査
の際に検査プローブと当接する複数の電極パッドとなる
複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群と、パ
ッド群の周囲に配置されたダミー金属層とを備え、パッ
ド群を構成する複数のパッド部は、検査プローブと当接
する側の主面に窪みを有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積層された積層構造体を有し、電子部品の電気特
性検査の際に用いられる検査用配線基板であって、
　前記積層構造体の主面上に、前記電気特性検査の際に検査プローブと当接する複数の電
極パッドとなる複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群と、前記パッド群の周囲
に配置されたダミー金属層とを備え、
　前記パッド群を構成する複数の前記パッド部は、
　前記検査プローブと当接する側の主面に窪みを有することを特徴とする検査用配線基板
。
【請求項２】
　前記パッド群の外周部における前記パッド部の有する窪みの深さは、前記外周部よりも
内周側おける前記パッド部の有する窪みの深さよりも大きいことを特徴とする請求項１に
記載の検査用配線基板。
【請求項３】
　絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積層された積層構造体を有し、電子部品の電気特
性検査の際に用いられる検査用配線基板であって、
　前記積層構造体の主面上に、前記電気特性検査の際に検査プローブと当接する複数の電
極パッドとなる複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群を備え、
　前記パッド群を構成する複数の前記パッド部は、
　前記検査プローブと当接する側の主面に窪みを有し、
　前記パッド群の外周部における前記パッド部の有する窪みの深さは、前記外周部よりも
内周側おける前記パッド部の有する窪みの深さよりも大きいことを特徴とする検査用配線
基板。
【請求項４】
　絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積層された積層構造体を有し、電子部品の電気特
性検査の際に用いられる検査用配線基板の製造方法であって、
　前記積層構造体の主面上に、前記電気特性検査の際に検査プローブと当接する複数の電
極パッドとなる複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群と、前記パッド群の周囲
に配置されるダミー金属層と、をめっきにより同時に形成するめっき工程を有し、
　前記めっき工程において、前記検査プローブと当接する側の前記パッド部の主面に窪み
を形成することを特徴とする検査用配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査用配線基板及び該検査用配線
基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップ等の電子部品は、その製造工程において電気特性検査が行われる。この電
気特性検査では、半導体チップの接続端子及び検査用配線基板の電極パッドに検査プロー
ブを当接させて行われる。しかしながら、近年では、電子部品が備える接続端子の微細化
及び狭ピッチ化が進んでおり、これに伴い上記検査用配線基板が備える電極パッドも微細
化及び狭ピッチ化が進んでいる。
【０００３】
　電極パッドの微細化が進むと、電極パッドの大きさ（上面視での表面積）が小さくなる
ため検査プローブを電極パッドに当接させる際に、検査プローブが滑って電極パッドから
外れる虞がある。また、狭ピッチ化により電極パッドの間隔が狭くなっているため、滑っ
た検査プローブが隣の電極パッドに接触し、電極パッド間でショート（短絡）し、電気特
性検査において不合格と判定され、正確な検査ができない可能性がある。また、検査プロ
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ーブと電極パッドとの位置合わせに高い精度が求められる。
【０００４】
　従来の配線基板には、検査プローブと接続端子との接触を安定させるために、配線基板
が備える接続端子の接続面（表面）のほぼ全面に、略正四角錘の形状をした複数の凹部が
２次元かつ一様に点在するように形成されたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、被検査体のバンプ等の突起電極との接触信頼性を高めるために、突起電極に接触
する接触部を平坦にした配線基板がある（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
　また、半導体装置もしくは電子装置の外部端子との接触抵抗を低くするために、絶縁性
基板上に形成された配線パターンと、該配線パターンと電気的に接続されるように形成さ
れた半導体装置もしくは電子装置の外部端子と接触する金属めっき突起を備え、該金属め
っき突起が半導体装置もしくは電子装置の外部端子と接触する箇所の中心部分に凹みを有
する検査用プローブ基板が提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１２９６５８号公報
【特許文献２】特開平８－２９７１４２号公報
【特許文献３】特開２００１－２４２２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、電極パッドの微細化が進んだ現在では、特許文献１に開示される発明の
ように、略正四角錘の形状をした複数の凹部を２次元かつ一様に点在することは難しい。
また、微細化された電極パッドに複数の凹部を２次元かつ一様に点在した場合、一つ一つ
の凹部が小さくなりすぎ、検査プローブの先端を凹部に捉えることができず、検査プロー
ブの滑りを抑制することができない。
【０００９】
　また、特許文献２に開示される発明では、突起電極と接触する接触部が平坦であるため
、検査プローブの先端を確実に捉えることができず検査プローブが滑る虞がある。さらに
、特許文献３に開示される発明は、電子装置の外部端子との接触抵抗を低くするための発
明であり、検査プローブの滑りを抑制するためのものではない。また、金属めっき突起に
凹みを形成するために複数の工程が必要であり製造工程が増えてしまう。
【００１０】
　本発明は、上記の事情に対処してなされたものであり、電子部品の電気特性検査の際に
、検査プローブの滑りを抑制できる検査用配線基板及び検査用配線基板の製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成すべく、本発明に係る検査用配線基板は、絶縁層及び導体層がそれぞれ
１層以上積層された積層構造体を有し、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査用
配線基板であって、積層構造体の主面上に、電気特性検査の際に検査プローブと当接する
複数の電極パッドとなる複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群と、パッド群の
周囲に配置されたダミー金属層とを備え、パッド群を構成する複数のパッド部は、検査プ
ローブと当接する側の主面に窪みを有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る検査用配線基板によれば、パッド群を構成する複数のパッド部は、検査プ
ローブと当接する側の主面に窪みを有することを特徴としている。このため、検査プロー
ブの先端が、パッド部の主面にある窪みに捉えられる。この結果、検査プローブの滑りを
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抑制することができる。また、検査プローブとの間に位置ずれが生じていても、検査プロ
ーブがパッド部の主面にある窪みに捉えられるため位置ずれを補正することができる。
【００１３】
　本発明に係る検査用配線基板は、パッド群の外周部におけるパッド部の有する窪みの深
さは、外周部よりも内周側におけるパッド部の有する窪みの深さよりも大きいことを特徴
とする。
【００１４】
　本発明に係る検査用配線基板によれば、パッド群の外周部におけるパッド部の有する窪
みの深さが、外周部よりも内周側におけるパッド部の有する窪みの深さよりも大きいので
、検査プローブとの間に位置ずれの生じやすいパッド群の外周部において、検査プローブ
の滑りを効果的に抑制することができる。また、検査プローブとの位置ずれを効果的に補
正することができる。
【００１５】
　本発明に係る検査用配線基板は、絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積層された積層
構造体を有し、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査用配線基板であって、積層
構造体の主面上に、電気特性検査の際に検査プローブと当接する複数の電極パッドとなる
複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群を備え、パッド群を構成する複数のパッ
ド部は、検査プローブと当接する側の主面に窪みを有し、パッド群の外周部におけるパッ
ド部の有する窪みの深さは、外周部よりも内周側におけるパッド部の有する窪みの深さよ
りも大きいことを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る検査用配線基板によれば、パッド群を構成する複数のパッド部は、検査プ
ローブと当接する側の主面に窪みを有し、さらに、パッド群の外周部におけるパッド部の
有する窪みの深さが、外周部よりも内周側におけるパッド部の有する窪みの深さよりも大
きくなっている。このため、検査プローブとの位置ずれが特に生じやすいパッド群の外周
部において、検査プローブの滑りを効果的に抑制することができるとともに、検査プロー
ブとの位置ずれを効果的に補正することができる。
【００１７】
　本発明に係る検査用配線基板の製造方法は、絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積層
された積層構造体を有し、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査用配線基板の製
造方法であって、積層構造体の主面上に、電気特性検査の際に検査プローブと当接する複
数の電極パッドとなる複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群と、パッド群の周
囲に配置されるダミー金属層と、をめっきにより同時に形成するめっき工程を有し、めっ
き工程において、検査プローブと当接する側のパッド部の主面に窪みを形成することを特
徴とする。
【００１８】
　本発明に係る検査用配線基板の製造方法によれば、電気特性検査の際に検査プローブと
当接する複数の電極パッドとなる複数のパッド部がアレイ状に配置されたパッド群と、パ
ッド群の周囲に配置されるダミー金属層と、をめっきにより同時に形成するめっき工程を
有し、めっき工程において、検査プローブと当接する側のパッド部の主面に窪みを形成し
ている。このため、検査プローブの先端が、パッド部の主面にある窪みに捉えられる。こ
の結果、検査プローブの滑りを抑制することができる。また、検査プローブとの位置ずれ
を補正することができる。さらに、主面に窪みを有するパッド部を一つの工程で形成する
ことができるので、製造工程を増やす必要がなく製造コストを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明によれば、電子部品の電気特性検査の際に、検査プローブ
の滑りを抑制できる検査用配線基板及び検査用配線基板の製造方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】実施形態に係る検査用配線基板の平面図。
【図２】実施形態に係る検査用配線基板の一部断面図。
【図３】実施形態に係る検査用配線基板が備える電極パッドの断面図。
【図４】実施形態に係る検査用配線基板の製造工程図。
【図５】実施形態に係る検査用配線基板の製造工程図。
【図６】他の実施形態に係る検査用配線基板の一部断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、実施
形態に係る検査用配線基板はあくまでも一例であり、導体層と絶縁層とをそれぞれ少なく
とも１層以上有する検査用配線基板であれば特に限定されるものではない。例えば、以下
の実施形態では、コア基板を有する検査用配線基板を例に本発明を説明している。しかし
ながら、本発明は、コア基板を有しない、いわゆるコアレス配線基板についても適用可能
である。なお、以下の説明では、検査プローブと当接する電極パッドとなるパッド部を備
える側を表面側として説明する。
【００２２】
（配線基板の構成）
　図１は、実施形態に係る検査用配線基板１００の平面図である。図２は、図１に示すＩ
－Ｉ線に沿って配線基板１００を切断した切断面の一部を拡大した断面図である。
【００２３】
　検査用配線基板１００は、コア基板２と、コア基板２上に交互に積層された絶縁層４１
～４４及び導体層３３，３４とで構成される積層構造体と、この積層構造体の表面側の主
面上に、電気特性検査の際に検査プローブ（不図示）と当接する複数の電極パッドとなる
複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパッド群及びパッド群の周囲に配置されたダ
ミー金属層３６を備える。ダミー金属層３６は、パッド群を取り囲むようにパッド群から
所定の間隔をあけて配置され、パッド群を構成する複数のパッド部３５から電気的に独立
している。また、上記積層構造体の裏面側の主面上には、複数の電極パッドとなる複数の
パッド部３７がアレイ状に配置されたパッド群を備える。
【００２４】
　コア基板２は、表面及び裏面にそれぞれ導体層３１及び導体層３２が形成された耐熱性
樹脂板（たとえばビスマレイミド－トリアジン樹脂板）や、繊維強化樹脂板（たとえばガ
ラス繊維強化エポキシ樹脂）等で構成された板状の樹脂製基板である。コア基板２には、
ドリル等により穿設されたスルーホール２１が形成され、その内壁面には導体層３１及び
導体層３２を電気的に接続するスルーホール導体２２が形成されている。さらに、スルー
ホール導体２２内は、エポキシ樹脂等の樹脂製穴埋め材２３により充填されている。
【００２５】
　コア基板２の表面側には、絶縁層４１，４３及び導体層３３が積層されている。また、
コア基板２の裏面側には、絶縁層４２，４４及び導体層３４が積層されている。
【００２６】
　絶縁層４１～４４は、例えば、エポキシ系の樹脂フィルムで構成されている。絶縁層４
１～４４には、厚さ方向に貫通するビアホール４１Ａ～４４Ａがそれぞれ形成されている
。ビアホール４１Ａ～４４Ａ内には、ビアホール４１Ａ～４４Ａを埋設するようにしてビ
ア導体５１～５４がそれぞれ充填されている。ビア導体５１は導体層３１及び導体層３３
を、ビア導体５２は導体層３２及び導体層３４を、ビア導体５３は導体層３３及びパッド
部３５を、ビア導体５４は導体層３４及びパッド部３７をそれぞれ電気的に接続している
。
【００２７】
　導体層３１～３４は、電気的良導体である銅（Ｃｕ）等で構成される。導体層３１～３
４は、各々ビア導体５１～５４と接続されるビアランド３１Ａ～３４Ａと、ビアランド３
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１Ａ～３４Ａと接続される配線３１Ｂ～３４Ｂとをそれぞれ備える。
【００２８】
　パッド部３５は、電気的良導体である銅（Ｃｕ）等で構成される。パッド部３５は、検
査用配線基板１００の表面側に設けられており、表面に金属めっき層が積層されることに
より、半導体チップ等の電子部品の電気特性検査を行う際に検査プローブと当接する電極
パッドとなる。
【００２９】
　パッド部３５の表面に積層される金属めっき層は、Ｎｉ層、Ｓｎ層、Ａｇ層、Ｐｄ層、
Ａｕ層等の金属層から選択される単一又は複数の層で構成される。例えば、Ｎｉ（ニッケ
ル）、Ｐｄ（パラジウム）、Ａｕ（金）を同順にパッド部３５の表面に積層し、金属めっ
き層としてもよい。また、コバルト（Ｃｏ）やニッケル（Ｎｉ）などを添加して硬質化し
た、いわゆる硬質金めっき層をパッド部３５の表面に積層し、金属めっき層としてもよい
。硬質金めっき層をパッド部３５の表面に積層した場合、耐摩耗性に優れるため寿命が延
びる。
【００３０】
　パッド部３７は、電気的良導体である銅（Ｃｕ）等で構成される。パッド部３５は、検
査用配線基板１００の裏面側に設けられており、パッド部３５と同様に表面に金属めっき
層が積層されることで電極パッドとなる。
【００３１】
　図３は、実施形態に係る検査用配線基板１００が備えるパッド部３５の断面図である。
図３（ａ）は、図１に示すようにアレイ状に配置されたパッド群のうち、外周部における
パッド部３５の断面図、図３（ｂ）は、図１に示すようにアレイ状に配置されたパッド群
のうち、外周部よりも内周側の中央部におけるパッド部３５の断面図である。
【００３２】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、パッド部３５は、検査プローブ（不図示）と
当接する側の主面３５ａに窪み３５ｂを有する。窪み３５ｂは、パッド部３５に一つ形成
され、窪み３５ｂを形成する主面３５ａの部分は曲面になっている。そして、パッド群の
外周部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ１は、外周部よりも内周側の中
央部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ２よりも大きくなっている。ここ
で、深さＤ１，Ｄ２は、それぞれパッド部３５の主面３５ａの最も高い位置からパッド部
３５の窪み３５ｂの最も深い位置までの距離である。
【００３３】
　なお、上述したように、パッド部３５の表面には金属めっき層が積層されるが、金属め
っき層の厚みは、通常、数μｍ程度であること、及び金属めっき層は、パッド部２５の表
面形状に沿うようにして積層される。このため、パッド部３５の表面に金属めっき層を積
層して電極パッドとしても、検査プローブ（不図示）と当接する側の主面には、窪みが存
在する。なお、検査プローブの滑りを抑制するためには、金属めっき層を積層した後で、
検査プローブが当接する主面側の窪みの深さが３μｍ以上であることが好ましい。
【００３４】
　通常、半導体チップ等の電子部品では、アレイ状に配置された外部接続端子のうち、外
周部に配置された接続端子が信号用（Signal）、外周部よりも内周側の中央部に配置され
た接続端子が電力供給用（Power Supply）、接地用（GND）として用いられることが多い
。そして電子部品の電気検査では、信号用（Signal）の接続端子についてより精密な検査
が行われるため、検査プローブとの導通だけでなく接触抵抗も問題となる。
【００３５】
　つまり、電子部品の電気検査の際には、複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパ
ッド群のうち、外周部に配置されたパッド部３５において、検査プローブの滑りをより確
実に抑制し、接触抵抗が小さくなるように接触させる必要がある。このため、この実施形
態では、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、検査用配線基板１００が備えるパッド
部３５は、パッド群の外周部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ１が、外
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周部よりも内周側の中央部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ２よりも大
きくなっている。
【００３６】
　このため、より確実な検査プローブの滑りの抑制が必要である外周部に配置されたパッ
ド部３５において、検査プローブの滑りをより確実に抑制することができる。また、検査
プローブとの接触抵抗を小さくすることができる。この結果、信号（Signal）検査用の電
極パッドが配置された外周部においてより精密な検査を行うことができる。
【００３７】
　なお、本実施形態では、一部のパッド部３５において、パッド群の外周部におけるパッ
ド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ１が、外周部よりも内周側の中央部におけるパッド
部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ２よりも大きくないものが存在する可能性があるが、
パッド群全体としては、パッド群の外周部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深
さＤ１が、外周部よりも内周側の中央部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さ
Ｄ２よりも大きい傾向となっている。
【００３８】
（検査用配線基板の製造方法）
　次に、図２～図５を参照して、本実施形態における検査用配線基板１００の製造方法に
ついて説明する。
【００３９】
　板状の樹脂製基板の表面及び裏面に銅箔が貼付された銅張積層板を準備する。また、銅
張積層板に対してドリルを用いて孔あけ加工を行い、スルーホール２１となる貫通孔を所
定位置にあらかじめ形成しておく。なお、スルーホール２１形成工程の後、加工部分のス
ミアを除去するデスミア処理を行うことが望ましい。
【００４０】
　次に、従来公知の手法に従って無電解銅めっき及び電解銅めっきを行うことでスルーホ
ール２１の内壁にスルーホール導体２２を形成し、銅張積層板の両面に銅めっき層を形成
する。　その後、スルーホール導体２２内をエポキシ樹脂等の樹脂穴埋め材２３で充填し
、さらに、銅張積層板の両面の銅箔上に形成された銅めっき層を所望の形状にエッチング
して銅張積層板の表面及び裏面に導体層３１，３２を構成するビアランド３１Ａ，３２Ａ
及び配線３１Ｂ，３２Ｂをそれぞれ形成する（図４参照）。
【００４１】
　なお、導体層３１，３２を構成するビアランド３１Ａ，３２Ａ及び配線３１Ｂ，３２Ｂ
の表面は、銅表面粗化剤（例えば、メックエッチボンドＣＺ：メック社製）により粗化し
ておくことが好ましい。
【００４２】
　次に、コア基板２の表面側及び裏面側に樹脂フィルムを積層し、真空下において加圧加
熱することにより硬化させて絶縁層４１，４２を形成する。これにより、コア基板２の表
面及び裏面が絶縁層４１，４２により覆われる。
【００４３】
　次に、絶縁層４１，４２に対して、例えばＣＯ２ガスレーザやＹＡＧレーザから所定強
度のレーザ光を照射し、ビアホール４１Ａ，４２Ａをそれぞれ形成する。その後、ビアホ
ール４１Ａ，４２Ａを含む絶縁層４１，４２に対して粗化処理を実施する。なお、絶縁層
４１，４２がフィラーを含む場合、粗化処理を実施するとフィラーが遊離して絶縁層４１
，４２上に残存するため適宜水洗を行う。
【００４４】
　次に、ビアホール４１Ａ，４２Ａに対してデスミア処理及びアウトラインエッチングを
施し、ビアホール４１Ａ，４２Ａ内を洗浄する。なお、上記水洗とデスミア処理との間に
エアーブロー処理を行ってもよい。水洗により遊離したフィラーが完全に除去されていな
い場合でも、エアーブロー処理によりフィラーの残存をより確実に抑制することができる
。
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【００４５】
　次に、絶縁層４１，４２に対して、電解めっきのためのシード層（第１の導体層）を形
成する。なお、シード層は、従来公知の手法、例えば、無電解銅めっき、スパッタ（ＰＶ
Ｄ）や真空蒸着等により形成することができる。
【００４６】
　その後、絶縁層４１，４２上のシード層上に所望のパターンの開口を有する感光性樹脂
からなるレジスト層を形成し、レジスト層の非形成部分に電解銅めっきを行うことにより
、第２の導体層を形成する。その結果、ビア導体５１，５２がそれぞれ形成されるととも
に、導体層３３，３４を構成するビアランド３３Ａ，３４Ａ及び配線３３Ｂ，３４Ｂがそ
れぞれ形成される。なお、ビア導体５１，５２、ビアランド３３Ａ，３４Ａ及び配線３３
Ｂ，３４Ｂをそれぞれ形成した後、レジスト層及びレジスト層の下のシード層を除去する
（図５参照）。
【００４７】
　なお、導体層３３，３４を構成するビアランド３３Ａ，３４Ａ及び配線３３Ｂ，３４Ｂ
の表面は、銅表面粗化剤（例えば、メックエッチボンドＣＺ：メック社製）により粗化し
ておくことが好ましい。
【００４８】
　次に、導体層３３，３４及び絶縁層４１，４２上に樹脂フィルムを積層し、真空下にお
いて加圧加熱することにより硬化させて絶縁層４３，４４をそれぞれ形成する。
【００４９】
　次に、絶縁層４３，４４に対して、例えばＣＯ２ガスレーザやＹＡＧレーザから所定強
度のレーザ光を照射し、ビアホール４３Ａ，４４Ａをそれぞれ形成した後、ビアホール４
３Ａ，４４Ａを含む絶縁層４３，４４に対して粗化処理を実施する。
【００５０】
　次に、ビアホール４３Ａ，４４Ａに対してデスミア処理及びアウトラインエッチングを
施し、ビアホール４３Ａ，４４Ａ内を洗浄する。次に、絶縁層４３，４４に対して、電解
めっきのためのシード層（第１の導体層）を形成する。なお、シード層は、従来公知の手
法、例えば、無電解銅めっき、スパッタ（ＰＶＤ）や真空蒸着等により形成することがで
きる。
【００５１】
　その後、絶縁層４３，４４上のシード層上に所望のパターンの開口を有するレジスト層
を形成し、レジスト層の非形成部分に電解銅めっきを行うことにより、第２の導体層を形
成する。その結果、ビア導体５３，５４がそれぞれ形成されるとともに、積層構造体の表
面側に複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパッド群及びダミー金属層３６が同時
に形成される。また、このとき、積層構造体の裏面側に複数のパッド部３７が形成される
。
【００５２】
　なお、複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパッド群及びダミー金属層３６を電
解めっきにより同時に形成することで、パッド部３５だけでなくダミー金属層３６にもめ
っき電流が流れることになる。このため、パッド部３５に流れるめっき電流が減少し、検
査プローブと当接する側のパッド部３５の主面３５ａに窪み３５ｂが形成される。
【００５３】
　また、パッド部３５に流れるめっき電流の減少は、ダミー金属層３６に近いパッド群の
外周部において顕著である。このため、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、パッド
群の外周部におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ１が、外周部よりも内周側
におけるパッド部３５の有する窪み３５ｂの深さＤ２よりも大きくなる。
【００５４】
　なお、パッド部３５、ダミー金属層３６及びパッド部３７を形成した後は、レジスト層
及びレジスト層の下のシード層を除去し、本実施形態に係る検査用配線基板１００を得る
（図２参照）。
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【００５５】
　図１に示す検査用配線基板１００を得た後、パッド部３５，３７の表面に金属めっき層
を積層し、パッド部３５，３７を電極パッドとする。ここで、金属めっき層を形成する前
に、パッド部３５，３７表面を銅表面粗化剤（例えば、メックエッチボンドＣＺ：メック
社製）により粗化してもよい。また、ダミー金属層３６の表面にも金属めっき層を積層し
てもよい。
【００５６】
　以上のように、本実施形態に係る検査用配線基板１００は、絶縁層及び導体層がそれぞ
れ１層以上積層された積層構造体を有し、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査
用配線基板であって、積層構造体の主面上に、電気特性検査の際に検査プローブと当接す
る複数の電極パッドとなる複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパッド群と、パッ
ド群の周囲に配置されたダミー金属層３６とを備え、パッド群を構成する複数のパッド部
３５は、検査プローブと当接する側の主面３５ａに窪み３５ｂを有している。このため、
検査プローブの先端が、パッド部３５の主面３５ａにある窪み３５ｂに捉えられる。この
結果、検査プローブの滑りを抑制することができる。また、検査プローブとの位置ずれを
補正することができる。
【００５７】
　また、本実施形態に係る検査用配線基板１００は、パッド群の外周部におけるパッド部
３５の有する窪み３５ｂの深さＤ１は、外周部よりも内周側におけるパッド部３５の有す
る窪み３５ｂの深さＤ２よりも大きくなっている。このため、より精密な検査が必要であ
る信号線（Signal Line）の接続端子が配置される外周部において、検査プローブの滑り
をより確実に抑制することができる。また、検査プローブとの位置ずれが生じやすいパッ
ド群の外周部において、検査プローブとの位置ずれを効果的に補正することができる。さ
らに、検査プローブとの接触抵抗を小さくすることができる。この結果、信号（Signal）
検査用の電極パッドが配置された外周部においてより精密な検査を行うことができる。
【００５８】
　さらに、検査用配線基板１００の製造方法は、絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積
層された積層構造体を有し、電子部品の電気特性検査の際に用いられる検査用配線基板の
製造方法であって、積層構造体の主面上に、電気特性検査の際に検査プローブと当接する
複数のパッド部３５となる複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパッド群と、パッ
ド群の周囲に配置されるダミー金属層３６と、をめっきにより同時に形成するめっき工程
を有し、めっき工程において、検査プローブと当接する側のパッド部の主面に窪みを形成
している。このため、検査プローブの先端が、パッド部３５の主面３５ａにある窪み３５
ｂに捉えられ、検査プローブの滑りを抑制することができる。また、検査プローブとの位
置ずれを補正することができる。また、主面３５ａに窪み３５ｂを有するパッド部３５を
一つの工程で形成することができるので、製造工程を増やす必要がなく製造コストを抑制
することができる。
【００５９】
（他の実施形態）
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、図６に示すように
、絶縁層４３，４４上にパッド部３５，３７以外の配線３８，３９をそれぞれ設ける場合
、配線３８，３９を覆うために、絶縁層４３，４４上にそれぞれパッド部３５，３７を露
出させる開口部６１Ａ，６２Ａを有するレジスト層６１，６２を設けるようにしてもよい
。
【００６０】
　また、図１では、複数のパッド部３５がアレイ状に配置されたパッド群の周囲一面にダ
ミー金属層３６を形成しているが、ダミー金属層３６の配置位置及び大きさは、図１に示
す例に限られない。例えば、ダミー金属層３６を複数の領域に分けて上記パッド群の周囲
に配置するようにしても良い。ダミー金属層３６の配置位置や大きさにより、パッド部３
５の主面３５ａに形成できる窪み３５ｂの大きさを制御することができる。また、複数の
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【００６１】
　また、図３では、パッド部３５の主面３５ａに形成された窪み３５ｂの最も深い部分が
絶縁層４３の表面（積層構造体の表面側の主面）よりも上方に位置しているが、パッド部
３５の主面３５ａに形成された窪み３５ｂの最も深い部分が絶縁層４３の表面（積層構造
体の表面側の主面）よりも下方に位置していてもよい。
【００６２】
　さらに、上記実施形態では、樹脂絶縁層及び導体層がそれぞれ１層以上積層された、い
わゆるオーガニック配線基板に本発明を適用した例について説明したが、絶縁層をセラミ
ックで形成した、いわゆるセラミック配線基板にも適用可能である。
【符号の説明】
【００６３】
２…コア基板
２１…スルーホール
２２…スルーホール導体
２３…樹脂製穴埋め材
３１～３４導体層
３１Ａ～３４Ａ…ビアランド
３１Ｂ～３４Ｂ…配線
３５…パッド部
３６…ダミー金属層
３７…パッド部
４１～４４…絶縁層
４１Ａ～４４Ａ…ビアホール
５１～５４…ビア導体
６１，６２…レジスト層
６１Ａ，６２Ａ…開口部
１００…検査用配線基板
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